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MicroSpeed POWER MODULE - TECHNISCHE MERKMALE
HIGH-POWER. INTERCONNECT. 5
SOLUTIONS. e e cmenc

Board-to-Board-Abstand 5-20 mm
Die 5-poligen Power Module mit einem Kontaktraster von 2,0 mm sind pradestiniert flr platzsparende und i
. . . . o . Anschlusstechnologie SMT, SMT/THR und THR

zuverlassige Stromversorgungssysteme. Eines der herausragenden Merkmale ist die hohe Stromtragfahigkeit, Orthogonal
trotz der geringen Abmessungen. Damit sind die MicroSpeed Power Module hervorragend flr den _
Einsatz mit leistungsfahigen, kompakten Bauelementen wie CPUs, Antrieben, LCD-Anzeigen, etc. Anwendungen Mezzanin

Koplanar
Vier verschiedene Bauhdhen ermdglichen die Kompatibilitat flexibler Boardabstande von 5 mm bis 20 Messer- und Federleisten
mm. FUr orthogonale oder koplanare Leiterplattenanordnungen sind die MicroSpeed Power Module Gerade und abgewinkelt
auch als abgewinkelte Varianten verflgbar. Blind-Mate Versionen und optionale THR-Anschllsse Varianten

. . . Non-Blind Mate und Blind Mate
der Schirmung werden auch hohen Anforderungen in rauen Industrieumgebungen gerecht.
Geschirmt

Die Komponenten erfillen die Anforderungen moderner automatisierter Bestlickungsmaschinen. Sie
werden 100%ig maschinell auf Koplanaritat und optimierte Loteigenschaften getestet. GroBRe Lotflachen
und Létpads sorgen fUr hohe mechanische Stabilitat. Der integrierte 3-Punkt-Federkontakt bietet einen
zuverlassigen Kontakt und einen geringen Kontaktwiderstand Uber den gesamten Lebenszyklus.

Trotz kleiner Board-to-Board Abstande wird eine groBe Kontaktlberdeckung ermoglicht.

Die Steckverbinder verfigen Uber eine vormontierte Bestlckhilfe und kénnen
entsprechend den RoHS-Vorgaben verarbeitet werden.

3

INDUSTRIAL / MicroSpeed POWERMODULE & POWER STECKVERBINDER 2 INDUSTRIAL / MicroSpeed POWERMODULE & POWER STECKVERBINDER 3



EINSATZMOGLICHKEITEN VORTEILE

* Gestapelte Leiteplatten Blind Mate Design

(Mezzanin)
« Blind Mate-Ausfluhrungen verfliigen Uber

- eine ausgepragte Polarisierung der Steckflache
- erweiterte Flansche zur Aufnahme des Gegensteckers
- verstarkte Seitenwande
¢ Selbstzentrierfunktion fUhrt zur Ausrichtung in die korrekte Steckposition
¢ Gewahrleistet zuverlassigen Steckvorgang auch unter schwierigen Bedingungen
¢ Robuster Steckverbinder flir rauhe Umgebungen
*« Ummanteltes Gehduse zum Schutz der Kontakte;
hochtemperaturféhige Materialien
¢ Ausgepragte Polarisierung hilft Fehlstecken zu verhindern.

» Orthogonale Leiterplatten Kontaktdesign
¢ Ultra-zuverlassig durch doppelschenkliges Federkontakt-Design:
- 3-Punkt Kontaktgabe .‘i‘ :
- Sichere Kontaktgabe auf der gewalzten, homogenen Oberflache -..“.- 3
- Geringe Oberflachenrauigkeit minimiert Verschlei3 | M| q
- Niedriger Kontaktwiderstand é'_ o
* Bietet exzellente Versatztoleranz/Toleranzausgleich - l

« Ubersteckldnge 1,5 mm
* Lebensdauer: >500 Steckzyklen
* Kontaktoberflache: vergoldet

» Extender Card (koplanar) Pick & Place Pad

e Pick and Place-Pad fur Vakuumpipetten flr gerade Steckverbinder
« Hochtemperaturbestandiger Kunststoff halt Reflow-Lottemperaturen stand
* Abgewinkelte Versionen werden Ublicherweise an

der glatten Schirmoberflache abgegriffen

Anschlussarten

e SMT: SMT-Hochstromkontakte, SMT-SchirmanschlUsse
- Doppelseitige Leiterplattenbestickung
- 100% von TE maschinell getestete Koplanaritat von < 0,1
mm fUhrt zu hervorragenden Lotergebnissen
e SMT/THR: SMT-Hochstromkontakte, THR-SchirmanschlUsse
- THR-Schirmanschllsse bieten stabile, mechanische
Lotstellen fur anspruchsvolle Anwendungen
¢ THR: THR-Hochstromkontakte, THR-Schirmanschlisse
- THR-Schirmanschllsse bieten stabile, mechanische

Lotstellen fUr anspruchsvolle Anwendungen
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VERARBEITUNG BOARD-TO-BOARD ABSTAND

Gurtverpackung Vollautomatische Bestiickung Flexible Board Abstande
und Reflow-Loétverfahren

e transportsicher geschitzt

* vollautomatisch verarbeitbar . fur effiziente Verarbeitung auf modernen Besttickungslinien

U B E RST EC Ks I c H E R H E IT U N D VE RSATZ Board-to-Board Abstand Steckhéhe Messerleiste Steckhéhe Federleiste

5-6mm Tmm 4 mm

6-7mm 2 mm 4 mm

Uberstecksicherheit 7-8mm 1mm 6 mm
< 1,5 mm 8-9mm 2 mm 6 mm
» Blind Mate Version 9 -10 mm Tmm 8 mm
10 - 1T mm 2 mm 8 mm

M-12mm Tmm 10 mm

12 -13 mm 2 mm 10 mm

13 -14 mm 9 mm 4 mm

14 - 15 mm 10 mm 4 mm

15 -16 mm 9 mm 6 mm

16 - 17 mm 10 mm 6 mm

Zulassiger Schragsteckwinkel fiir 17 - 18 mm 9 mm 8 mm
18 =19 mm 10 mm 8 mm

19 - 20 mm 9 mm 10 mm

20 - 21 mm 10 mm 10 mm

eine sichere Selbstzentrierung

* Schragsteckwinkel langs von 4° (1° in 1
Kombination mit Mittenversatz) =

« Schragsteckwinkel quer von 2° i

* Blind Mate Version

Zulassiger Mittenversatz fiir
eine sichere Selbstzentrierung

e Mittenversatz von 0,7 mm
¢ Blind Mate Version

o L
.07 87 _
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ELEKTRISCHE UND MECHANISCHE
KENNWERTE

Technische Kennwerte

ELEKTRISCHE UND MECHANISCHE
KENNWERTE

Technische Kennwerte

Beschreibung Standard MicroSpeed Power Module
Klimakategorie DIN EN 60068-1 Test b 55/125/ 56
Temperaturbereich -55/125°C
strombelastbarkeit IEC60512 Test 5b bis zu 18 A

pro Kontakt

Luft- und Kriechstrecke
(min.)

Kontakt - Kontakt 1,5 mm
Kontakt - Schirmblech 0,9 mm

Betriebsspannung

IEC 60664

Die zuldssigen Betriebsspannungen hangen von der Kundenanwendung
und den anwendbaren oder vorgegebenen Sicherheitsanforderungen
ab. Die Isolationsanforderungen gemaf IEC 60664-1 gelten fur das
gesamte Elektrogerat. Daher sind die Werte fur die maximalen Kriech-
und Luftabstande der zusammengesteckten Steckverbinder als Teil des
gesamten Strompfads angegeben. In der Praxis kbnnen die Kriech- oder
Luftabstdnde wegen des Leiterbilds der Leiterplatte oder der verwende-
ten Verdrahtung geringer sein und mussen separat in Betracht gezogen
werden. Daher kénnen die Werte der Kriech- und Luftabstéande fur die
jeweilige Anwendung kleiner sein als beim eigentlichen Steckverbinder.

Spannungsfestigkeit

IEC 60512 Test 4a

Kontakt - Kontakt 500 Vet
Kontakt - Schirmblech 500 Vet

Durchgangswiderstand IEC 60512 Test 2a <4 mQ
Isolationswiderstand IEC 60512 Test 3a > 10* MQ
) . . 10 - 2000 Hz
Schwingen, sinusférmig IEC 60512 Test 6d 209
Kontaktstorungen IEC 60512 Test 2e <1
S
(wahrend Schwingtest) H
. . 50¢g
Schocken, halbsinusférmig IEC 60512 Test 6¢ 1 ms
Kontaktstérungen
IEC 60512 Test 2e <Tps

(wéhrend Schocktest)

Mechanische Lebensdauer

IEC 60512 Test 9a

500 Steckzyklen

Steck- und Ziehkrafte

IEC 60512 Test 13b

<5N

Einzelziehkraft mit Lehre

IEC 60512 Test 16e

>0,5N

Verarbeitungsbedingungen

max. SMT-Reflow-
Léttemperatur

JEDEC
J-STD-020

10 s bei 260 °C

Koplanaritat

<Ol mm
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Beschreibung Standard MicroSpeed Power Module

Gehausematerial

Isolierkdrper LCP

CTI Wert IEC 112 175

UL Flammwidrigkeit UL 94 V-0

UL Zulassung Plastik E83005
JEDEC

MSL Level1
J-STD-020

Kontaktmaterial

Basismaterial

Cu Legierung

Steckbereich

vergoldet

Anschlussbereich

Sn

Umweltvertraglichkeit

Recycling

leichte Trennbarkeit der Einzelkomponenten

Produktzulassungen

UL/CSA

E84703
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¢ MicroSpeed Power Modul

5-polig ¢ 5-polig

Strombelastbarkeit bis zu 18 A pro Kontakt ¢ Strombelastbarkeit bis zu 18 A pro Kontakt

Kontakte mit SMT- oder THR-Anschluss * Kontakte mit SMT- oder THR-Anschluss
Gurtverpackung ¢ FUr robuste Anwendungen (verstarkte Seitenwéande)
verflgbare Teilenummern finden Sie auf unserer Website

MicroSpeed Power Modul

¢ Gurtverpackung
* verflUgbare Teilenummern finden Sie auf unserer Website
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GERADE FEDERLEISTE

Produktspezifikation

¢ MicroSpeed Power Modul

¢ 5-polig

¢ Strombelastbarkeit bis zu 18 A pro Kontakt
* Kontakte mit SMT- oder THR-Anschluss

e Gurtverpackung

* Bauhohen: 4, 6, 8,10 mm

e verflgbare Teilenummern finden Sie auf unserer Website
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Steckhdhe A

4 mm 3,80
6 mm 5,80
8 mm 7,80
10 mm 9,80

BLIND MATE, GERADE FEDERLEISTE

Produktspezifikation

¢ MicroSpeed Power Modul

¢ 5-polig

¢ Strombelastbarkeit bis zu 18 A pro Kontakt

* Kontakte mit SMT- oder THR-Anschluss

¢ FUr robuste Anwendungen (verstarkte Seitenwéande)
¢ Gurtverpackung

e Bauhohen: 4, 6, 8,10 mm

« verflgbare Teilenummern finden Sie auf unserer Website
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Steckhéhe A

4 mm 3,80
6 mm 5,80
8 mm 7,80
10 mm 9,80




¢ MicroSpeed Power Modul

¢ 5-polig

¢ Strombelastbarkeit bis zu 18 A pro Kontakt

* Kontakte mit SMT- oder THR-Anschluss

e Gurtverpackung

* verfUgbare Teilenummern finden Sie auf unserer Website
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¢ MicroSpeed Power Modul

¢ 5-polig

¢ Strombelastbarkeit bis zu 18 A pro Kontakt

* Kontakte mit SMT- oder THR-Anschluss

¢ FUr robuste Anwendungen (verstarkte Seitenwéande)

¢ Gurtverpackung

* verflUgbare Teilenummern finden Sie auf unserer Website
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¢ MicroSpeed Power Modul ¢ MicroSpeed Power Modul

¢ 5-polig ¢ 5-polig

¢ Strombelastbarkeit bis zu 18 A pro Kontakt ¢ Strombelastbarkeit bis zu 18 A pro Kontakt

* Kontakte mit SMT- oder THR-Anschluss * Kontakte mit SMT- oder THR-Anschluss

e Gurtverpackung ¢ FUr robuste Anwendungen (verstarkte Seitenwéande)

¢« Bauhohen: 1, 2,9,10 mm ¢ Gurtverpackung

* verfUgbare Teilenummern finden Sie auf unserer Website ¢« Bauhodhen: 1, 2, 9,10 mm

* verflUgbare Teilenummern finden Sie auf unserer Website

12,15 Steckhéhe A 14,15 Steckhéhe A
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POWER STECKVERBINDER

Eines der herausragenden Merkmale der Power Steckverbinder und der MicroSpeed Power Module ist

die hohe Stromtragfahigkeit im Verhéaltnis zu ihrer kleinen BaugréBe. Daher eignen sich beide Varianten

hervorragend flr den Einsatz in kompakten, leistungsfahigen Geraten. Der integrierte 3-Punkt-Federkontakt

bietet sicheren Kontakt und einen geringen Kontaktwiderstand Uber den gesamten Lebenszyklus.

Die Power Steckverbinder und die SMT-Version der MicroSpeed Power Module erflllen die Anforderungen von

schnellen Bestlickungsautomaten. Beide Varianten werden mit einem vormontierten Pick&Place-Pad geliefert.

Power Steckverbinder und Microspeed Power Module unterscheiden sich in der Pin-

Belegung. Der ungeschirmte Steckverbinder hat bis zu 32 Pins und ist als 1- oder 2-reihige

Variante erhaltlich. Aufgrund variabler Abstande zwischen den Kontakten sind héhere

Betriebsspannungen moglich. Dies ermdglicht eine hohe Flexibilitat in den Applikationen.

TECHNISCHE MERKMALE

Beschreibung

MicroSpeed Power Module

Power Connectors

- 7 (bis 10 moglich) - 9 (bis 22 moglich)

Polzahl 5 - 18 (bis 22 méglich) -20
- 32 (bis 44 moglich)
St belastbarkeit
romoelastbarkeit bro I pis zu18 A bis zu 15 A

Kontakt

Temperaturbereich

-55 °C bis 125 °C

-55 °C bis 125 °C

Board-to-Board-Abstand |5-20 mm -
Anschlusstechnologie SMT, SMT/THR und THR SMT
Orthogonal
Anwendungen Mezzanin Orthogonal
Koplanar
Messer- und Federleisten
Gerade und abgewinkelt Abgewinkelte Messerleisten
Varianten

Non-Blind Mate und Blind Mate

Geschirmt

Gerade Federleisten

INDUSTRIAL / MicroSpeed POWERMODULE & POWER STECKVERBINDER

KONZEPT

Varianten

e Polzahlen:
- 7 (bis 10 moéglich)
- 9 (bis 22 méglich)
- 18 (bis 22 moglich)
- 20
- 32 (bis 44 moglich)

¢ Einsatzmoglichkeiten: Orthogonal

¢ ungeschirmt

* Stromtragfahigkeit bis zu 15 A pro
Kontakt bei 125 °C Grenztemperatur

« variabler Kontaktabstand, dadurch sind
héhere Betriebsspannungen méglich

* Mogliche selektive Bestlickung flr héhere
Flexibilitat in den Applikationen

Lotclips

¢ Robuste SMT Lo6t-Clips bei 90° Messerleisten

¢ Extrem hohe Scherkréafte aufgrund
formschllssiger Befestigung im Gehause

¢ Zugentlastung
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ELEKTRISCHE UND MECHANISCHE ELEKTRISCHE UND MECHANISCHE
KENNWERTE KENNWERTE

Technische Kennwerte Technische Kennwerte
Beschreibung Standard Power Steckverbinder Beschreibung Standard Power Steckverbinder
Klimakategorie DIN EN 60068-1 Test b 55/125/ 56 Gehdusematerial
Temperaturbereich -55/125°C Isolierkdrper PPA
Strombelastbarkeit CTI Wert IEC 112 600
|[EC60512 Test 5b bis zu 15 A /10 A pro Schirmblech
pro Kontakt UL Flammwidrigkeit UL 94 V-0
Luft- und Kriechstrecke
HT una variabel UL Zulassung Plastik E53898
(min.)
Die zulassigen Betriebsspannungen hangen von der Kundenanwendung MSL JEDEC Level 2
und den anwendbaren oder vorgegebenen Sicherheitsanforderungen J-STD-020
ab. Die Isolationsanforderungen gemaf IEC 60664-1 gelten fUr das Kontaktmaterial
gesamte Elektrogerat. Daher sind die Werte fUr die maximalen Kriech- ) ) )
) ) Basismaterial Cu Legierung
Betriebsspannun IEC 60664 und Luftabstande der zusammengesteckten Steckverbinder als Teil des
P 9 gesamten Strompfads angegeben. In der Praxis k&dnnen die Kriech- oder Steckbereich vergoldet
Luftabstédnde wegen des Leiterbilds der Leiterplatte oder der verwende- Anschlussbereich Sn

ten Verdrahtung geringer sein und mussen separat in Betracht gezogen

. . ; Umweltvertraglichkeit
werden. Daher kdnnen die Werte der Kriech- und Luftabstande fur die

jeweilige Anwendung kleiner sein als beim eigentlichen Steckverbinder. Recycling leichte Trennbarkeit der Einzelkomponenten
Spannungsfestigkeit IEC 60512 Test 4a Kontakt - Kontakt 750 Ve
Durchgangswiderstand IEC 60512 Test 2a <4 mQ
Isolationswiderstand IEC 60512 Test 3a >10° MQ
. ) . 10 - 2000 Hz

Schwingen, sinusférmig IEC 60512 Test 6d 204
Kontaktstéorungen

IEC 60512 Test 2e <Tps
(wahrend Schwingtest)
Mechanische Lebensdauer IEC 60512 Test 9a 500 Steckzyklen
Steck- und Ziehkrafte IEC 60512 Test 13b <5N
Einzelziehkraft mit Lehre IEC 60512 Test 16e >0,5N
Verarbeitungsbedingungen
max. SMT-Reflow- JEDEC )

. 20 - 40 s bei 260 °C

Lottemperatur J-STD-020
Koplanaritat <01 mm
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|] ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|]
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¢ ungeschirmte Power Steckverbinder ¢ ungeschirmte Power Steckverbinder

* 7-,9-,18-, 20-, 28-, 32-polig e 7-,9-,18-, 20-, 28-, 32-polig

¢ 1- und 2-reihig ¢ 1- und 2-reihig

¢ Strombelastbarkeit bis zu 15 A pro Kontakt ¢ Strombelastbarkeit bis zu 15 A pro Kontakt

* Kontakte mit SMT-Anschluss * Kontakte mit SMT-Anschluss

e Gurtverpackung ¢ Gurtverpackung

* verfUgbare Teilenummern finden Sie auf unserer Website * verflUgbare Teilenummern finden Sie auf unserer Website

20-polige Variante 20-polige Variante

25.9 85 27.1 19.8
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Verbinden Sie sich mit uns

Wir machen es lhnen leicht, sich mit unseren Experten in Verbindung zu setzen, und sind jederzeit bereit, Sie bei allen Fragen zu
unterstutzen.
Besuchen Sie www.te.com/support, um mit einem Produktspezialisten zu sprechen.

te.com
CATALOG
TE Connectivity, TE Connectivity (Logo) und Every Connection Counts sind Handelsmarken, die sich im Besitz
der TE Connectivity Ltd. Unternehmensgruppe befinden oder von dieser lizenziert werden. Alle anderen hierin TE Connectivity
erscheinenden Logos, Produkte und/oder Firmennamen kénnen Marken ihrer jeweiligen Eigentimer sein. Industrial
Die hierin enthaltenen Informationen, einschlieBlich Zeichnungen, lllustrationen und Schemata, ERNI Electronics GmbH & Co. KG
die nur zur Veranschaulichung bestimmt sind, gelten als zuverlassig. TE Connectivity Gbernimmt Ein Unternehmen der TE Connectivity Ltd.
jedoch keine Gewahr fir ihre Richtigkeit oder Vollstandigkeit und lehnt jede Haftung im Unternehmensgruppe
Zusammenhang mit ihrer Nutzung ab. Die Verpflichtungen von TE Connectivity beschranken SeestraBe 9
sich auf die Angaben in den Allgemeinen Verkaufsbedingungen von TE Connectivity fur dieses 73099 Adelberg
Produkt und TE Connectivity haftet in keinem Fall fur zuféllige, indirekte oder Folgeschaden, die Germany
sich aus dem Verkauf, Weiterverkauf, der Verwendung oder dem Missbrauch des Produkts ergeben. Tel +49 7166 50-0
Benutzer von Produkten von TE Connectivity sollten durch eine selbst durchgeftihrte Bewertung
bestimmen, ob jedes dieser Produkte fur die jeweils vorgesehene Anwendung geeignet ist. www.te.c.om
www.erni.com
2022 TE Connectivity Ltd. Unternehmensgruppe. Alle Rechte vorbehalten.

LEGAL ENTITY
074588 03/22 Original
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http://www.te.com/bns
http://www.te.com/support

